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成都市第十四次党代会提出要突出发展先进制造业，壮大电子信息万亿级产业
集群、新型材料千亿级产业集群。成都市产业建圈强链工作领导小组会议将集
成电路、新型显示、新型材料纳入20个重点产业链，要求推动政府重点支持与
市场化机制并重、关键细分领域突破与全产业链推进并行。同时向上对表国家
加快突破“卡脖子”电子信息材料关键核心技术的需求，本研究选取半导体材
料和新型显示材料，剖析产业链关键环节和重点产品，结合成都市产业基础、
创新能力，以解构产业链和产品价值的方式提出“十四五”时期成都市可以重
点发力的方向。

半导体材料产业链解构与分析

根据半导体产业链晶圆制造环节和封装测试环节所需材料的不同，通常将半导
体材料分为晶圆制造材料和封装测试材料两种。

晶圆制造材料：
晶圆制造主要是以8英寸或12英寸的晶圆为原材料，将光掩模上的电路图形信
息大批量复制到晶圆上，并在晶圆上大批量形成特定集成电路结构的过程，晶
圆制造环节主要使用的材料为硅片、靶材、抛光材料、光刻胶、高纯化学试剂
、电子特气和化合物半导体。（见图1）。

图1 晶圆制造材料产业链解构图

封装测试材料：
封装测试是指通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过
程，使用的主要材料包括封装基板、引线框架、陶瓷封装体和键合金属线等（
见图2）。

图2 封装测试材料产业链解构图

半导体材料产业市场占比计算

收集整理全球半导体材料产业链各个材料产品产值数据结合全球半导体材料的
产值，计算得出每个材料产品的产值占比，具体计算过程如下：
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材料占半导体产业的比值

根据国际半导体产业协会（SEMI）发布数据，2018年全球集成电路晶圆制造
产业封装测试产业产值分别为576亿美元、553亿美元。同时2018年全球晶圆
制造材料产业、封装测试材料产业产值分别为322亿美元、197亿美元。计算
可得，材料占晶圆制造、封装测试环节的比重分别为56%和35.6%。

半导体材料中各个产品的占比

根据国际半导体产业协会（SEMI）发布数据，晶圆制造材料中硅片、电子特气、光
掩模板、光刻胶等产值较大，占比分别为33%、14%、13%和13%；封装测试材料
中封装基板、引线框架、缝合线、封装树脂等产值较大，占比分别为33%、17%、
16%和15%（见图3）。

图3 晶圆制造材料和封装测试材料主要产品产值占比

新型显示材料产业链解构与分析

新型显示材料主要应用于液晶单体制造、OELD中间体制造与面板制造环节，
按最终产品不同可以分为液晶面板材料和OLED面板材料。

液晶面板材料：
液晶面板材料主要应用于液晶面板制造环节，包括：玻璃基板、背光模组、液
晶材料、偏光片、彩色滤光片、靶材、膜材料等（见图4）。

图4 液晶显示材料产业链解构图

OLED面板材料：
OLED产业链主要分为上游设备和原材料、中游面板制造、下游应用，其中OL
ED核心材料主要包括OLED终端材料、IRO玻璃、有机发光材料、显影液、刻
蚀液、偏光片以及膜材料、封装材料等（见图5）。
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图5 OLED显示材料产业链解构图

新型显示材料产业市场占比计算

目前全球尚无权威机构对新型显示材料产值进行统计分析，难以通过直接计算
得出新型显示产业中新型显示材料的占比。本研究选择行业代表企业法，通过
跨国头部企业（韩国LG Display公司）数据对新型显示材料规模占比进行初步
估计，具体计算过程如下。

材料占新型显示产业比值

显示材料是显示面板的主要营业成本构成，且成本占比相对稳定，故面板行业营收
市场规模扣除毛利润后即得到营业成本，推出新型显示材料产值占比的计算公式为
：显示材料行业产值占比=（1－行业平均毛利率）*（显示材料/营业成本的平均值
）

选取韩国LG Display公司2019年数据代表行业平均水平，计算得出显示材料产值占
比为：84.8%*65.6%=55.6%。

新型显示材料各个产品占比

目前新型显示产品仍然以液晶面板产品为主，且全球缺乏OLED面板材料的权
威数据统计，故本研究选择以液晶面板材料数据为代表，估算新型显示材料各
个产品占比。根据2019年全球液晶面板新型显示材料数据，背光模组、彩色滤
光片、PCB、偏光片、玻璃基板等产品占比较大，分别为32%、21%、12%、
10%和9%。（见图6）。

图6 新型显示材料主要产品产值占比

成都半导体材料、新型显示材料市场规模预测

成都半导体材料市场需求预测

根据产业建圈强链行动，到2025年，集成电路产业产值将达到2000亿元。结
合成都以封装测试为主的结构特点，按照芯片设计、晶圆制造、封装测试产值
比重为2：1：7（以成都集成电路产业目前的产值结构为预测依据）进行估算
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，“十四五”时期成都半导体材料市场需求规模为610亿元，其中晶圆制造材
料、封装测试材料市场需求规模分别为112亿元、498亿元（见表1）。

表1 “十四五”时期成都半导体材料市场规模预测

成都新型显示材料市场规模预测

根据产业建圈强链行动，“十四五”期间成都新型显示产业产值将达到1000亿
元。按新型显示材料占比55.6%计算，新型显示材料市场需求将达到556亿元
（见表2）。

表2 “十四五”期间成都新型显示材料市场规模预测

综上，到“十四五”末，成都半导体材料、新型显示材料尚有千亿级市场空间可以
挖掘。按照产业建圈强链行动要求，基于梳理成都半导体材料、新型显示材料现有
布局基础、创新载体、周边布局等情况，结合产业链解构和产品价值解构，形成《
“十四五”期间成都半导体材料和新型显示材料重点突破环节及产品》（见表3）
。

表3 “十四五”期间成都半导体材料和新型显示材料重点突破环节及产品
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